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NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚，NUBICベンチャークラブ特別会員，一般会員にはすでにお知らせしています。

薄板を用いた摩擦接合による板厚減少を抑制した突合せ接合表 題

薄板を使用する電気・電子機器筐体の組み立て，長尺(幅広)薄板の作成など適用製品

従来，薄板の接合は重ね接合が主流であり，突合せ接合は困難とされているが，摩擦

シーム接合によれば突合せ接合が可能であることが明らかになった。しかし，摩擦シー

ム接合では接合時に素材中に回転工具を押し込むため接合部の板厚が減少する。そこ

で，この板厚減少を抑制する方法を提供する。

目 的

アルミニウム合金やマグネシウム合金の厚さ１mm以下の薄板を用いて摩擦接合(摩擦

シーム接合)による突合せ接合を行う際に，接合部の板厚減少を抑制するために，接合

部に第3の板(突き合わせる素材と同一素材)を重ね合わせることにより板厚の減少を抑

制する。この際接合終了時には第３の素材の不要部分は容易に分離除去できるようにす

るための接合条件と第3の板の厚さとの関係について検討した。
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